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Ventec International Group 
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Erst eine Ionenchromatographie nach Sauerstoffbombenverbrennung 
stellt wirklich sicher, dass keine Halogene in der Lötpaste waren
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www.leiton.de – Bald noch mehr in der Online-Kalkulation:

Neben ausgefallenen Technologien wie Semiflex, Impedan-
zen, Aluminiumträger- und Aluminiumkern-, Dickkupfer-, 
Rogers-, Megtron- und Flexplatinen sind demnächst auch 
Starrflex und Kupferträgerplatinen in der Onlinekalkulation 
verfügbar. Haben Sie Fragen? Dann rufen Sie uns an oder 
besuchen uns auf der electroncica 2018, Stand B1.333.  
Wir beraten Sie gerne.
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